System termoizolacji od wewngtrz budynku

Termoizola

Warstwa termoi
z wykonczeniem

Konstrukcja
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Schemat:

1. Sciana murowana, zelbetowa,
betonowa

2. Powierzchnia zagruntowana roztwo-
rem wodnym PC 56 w stosunku 1:10,
zuzycie ok. 0,3 kg/m’ (alternatywnie)

3. Plyty FOAMGLAS® T4, 60x45 cm,
klejone catopowierzchniowo z wypet-
nieniem spoin, zuzycie kleju PC 56 ok.
4 kg/m’ w zaleznosci od grubosci plyt
i jakosci podtoza, klej nakladaé packg
zebatg o wysokosci zebéw
6-10 mm - alternatywnie mocowanie
mechaniczne ptyt FOAMGLAS® przy
pomocy dybli PC F lub dybli
plastikowych

4. Plyty gipsowo-kartonowe na kleju PC
56, zuzycie ok. 2-2,5 kg/m’

61351

Zalety stosowanego materiatu i rozwigzania

B mozliwo$é bezposredniego klejenia plytek do plyt
FOAMGLAS®

B ciggla warstwa termoizolacyjna

B konstrukcja paroszczelna

B fatwosé wykonania, szybki postep prac

W rozwigzanie ekologiczne

B w przypadku rozbiérki tatwa segregacja materiatéw

B duza wytrzymatosé na sciskanie, izolacja nie osiada

B materiat odporny na dziatanie czynnikéw chemicznych
i biologicznych

B stata ochrona termiczna w czasie uzytkowania obiektu

System stosowany szczegélnie w przypadkach
pomieszczen uzytkowanych i ogrzewanych
okresowo: koscioty, sale konferencyjne lub
pomieszczen z podwyzszong wilgotnoscig przy
wysokiej temperaturze np. ptywalnie - eliminacja
mozliwosci tworzenia sie kondensatu na
powierzchni i w przekroju $cian, stropéw.

FOAMGLAS




Zapotirzebowanie materiatéw / przebieg prac

| powierzchnie muru oczyscic z kurzu, ttuszczu

B zagruntowanie powierzchni sciany — polepszenie przy-
czepnosci podioza, zuzycie roztworu wodnego kleju
PC 56, 1:10, 0,3 kg/m’ (alternatywnie)

B klej PC 56 natozyé na jednq krétszq i jedng dhuzszg
krawedz plyty (jednoczesnie dla kilku ptyt)

B plyty FOAMGLAS® T4, 60x45 cm, klei¢ catopowierz-
chniowo z wypetnieniem spoin, zuzycie kleju PC 56
ok. 4 kg/m* w zaleznosci od grubosci plyt i jakosci
podioza, klej naktada¢ packg zebatg o wysokosci
zebéw 6-10 mm

W plyty przykleja¢ rzedami z przesunigciem spoin piono-
wych dociskajgc do uprzednio utozonej plyty, wycisniety
nadmiar kleju usungé

B ewentualne nieréwnosci powierzchni przeszlifowaé pac-
kg z papierem $ciernym

B grubosé¢ warstwy termoizolacyjnej zalezna od wymaga-
nego wspdtczynnika przenikania ciepta U

W na stronie klejenia plyt gipsowo-kartonowych nanies¢
packg zebatg, o zebach 6-10 mm, w kierunku podtuz-
nym, trzy pasy szerokosci 15 cm kleju PC 56, zuzycie
kleju PC 56 ok. 2 kg/m?, plyty gipsowo-kartonowe
docisngé do plyt FOAMGLAS®

B w przypadku pomieszczen wyzszych niz plyty gipsowo-
kartonowe nalezy przewidzie¢ mechaniczne mocowanie
plyt poprzez izolacje do konstrukiji

B wykoriczenie plyt gipsowo-kartonowych: malowanie,
tapeta

B prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze > 5° C
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